上海硅产业集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

股票名称：沪硅产业                                  股票代码：688126
	投资者关系活动类别
	特定对象调研      □分析师会议
□媒体采访          □业绩说明会
□新闻发布会        □路演活动
□现场参观          电话会议

	参与单位/个人
	中金、国信、广发、海通、麦格里、长江、中泰等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。

	时间
	2024年8月31日

	地点
	线上交流

	公司接待人员
	邱慈云、李炜、黄燕

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、半导体行业和沪硅产业经营情况介绍
随着人工智能、云计算、物联网、新能源汽车等新兴技术得到更广泛的应用，持续推动产业升级和经济转型，半导体行业在经历产业周期的调整后，开始逐步复苏，且长期发展前景依然向好。
细分到半导体硅片，在经历了2023年的市场大幅下调后，我们预计将在2024年触底，但目前尚未出现明显增长趋势，这主要是因为，作为产业链的上游环节，行业复苏传导到硅片端都还需要一定的时间，硅片市场的复苏将会滞后于终端市场、芯片制造等产业链的下游环节。数据上来看，2024年上半年，全球半导体硅片整体出货量仍然呈现同比下降态势，相较于2023年上半年下滑约11%，其中，300mm硅片出货量自第二季度起开始出现回升，但200mm及以下尺寸的产品需求仍然低迷。
在此大背景下，公司2024年上半年硅片产品的出货趋势也基本与全球市场走势保持一致。上海新昇的300mm硅片随市场出现复苏迹象及公司产能的持续提升，出货量同比有所增加，但新傲和Okmetic的200mm及以下尺寸硅片及受托加工服务的销量仍较为疲软，出货量有所下降。今年上半年，公司收入总计15.69亿元，与去年上半年基本持平。但是由于价格方面受到的巨大压力，叠加持续扩产带来的折旧摊销费用、持续较高水平的研发投入及其他固定成本增加的影响，公司上半年的利润相关指标有所下滑。
但是随着下游客户明显的去库存预期以及半导体市场的持续回暖，我们相信半导体硅片出货量及价格的回暖也值得期待。
300mm硅片方面。经过持续建设，到今年上半年总产能已达到50万片/月，预计到年底将完成60万片/月的生产能力建设目标。得益于二季度起300mm硅片市场开始回升， 300mm硅片的出货量较去年同期有较大增长，但由于价格的压力，导致收入增长比例小于销量增长比例。但是我们预期随着客户库存水平的进一步下降，价格压力有望得到缓解。此外，在现有上海产能布局的基础上，我们还启动了新一轮的产能建设，将在现有基础上再新增60万片/月，最终达到120万片/月。目前，我们在太原的建设已经全面启动，预计年内可实现中试线5万片/月的产能。
200mm硅片方面。受200mm市场持续低迷、价量齐跌的影响，公司该业务板块受到的影响较大，新傲科技和Okmetic在收入上均有超过25%以上的跌幅，从而也影响到了公司整体的业绩表现。预计后续随着市场的回暖，两家子公司的业务都会有一定的回升。在此期间，我们也将不断为后续迎接市场回暖做好准备，新傲科技将持续积极开拓IGBT/FRD产品应用市场，Okmetic也持续在先进传感器、功率器件、射频滤波器及集成无源器件等高端细分领域巩固市场地位。
此外，在SOI材料方面，除了在200mm业务持续开展的同时，我们还在继续推进300mm SOI产品的开发，现已完成了中试线的建设，并在积极的推动产品的开发与验证工作，以期更好地满足射频等应用领域市场和客户需求。
总体来说，虽然由于半导体产业处于周期性调整的大环境，公司上半年业绩受到了影响，但是从长期来看，行业整体发展还是积极向好的，我们也希望半导体硅片能够加快恢复的节奏，步入快速上升通道。

2、投资者交流
问：公司上半年的毛利率出现下降的原因。
答：上半年毛利率下滑主要还是因为ASP下降，后续随着下游客户明显的去库存预期以及半导体市场的持续回暖，价格应该也会逐步回暖。

问：未来三年的产业布局。
答：未来三年会更为完整，除了已有的存储和逻辑以外，还会在新能源和汽车行业布局，特别是在重掺和功率器件方面进行加强，目前这些应用在国内也有比较快速的成长，总体来说，我们对未来的竞争格局还是比较有信心的。

问：在建工程转固的政策以及太原的折旧政策。
答：公司在建工程转固是按照达到预定可使用状态就去转固的会计政策。太原到今年年底计划要有5万片的产能，达到预定可使用状态时也会进行转固，后续产能也是同样的会计政策。

[bookmark: _Hlk176102813]问：太原产能偏重的领域以及后续的拉设备节奏。
答：太原的产能整体布局还是以轻掺为主，满足存储和逻辑应用的需求。但是，公司在重掺及新能源应用方面的产能布局将主要在太原开展。太原的整体产能节奏我们一直在持续安排中，将综合建设进度及市场需求综合考虑。

问：新项目选址太原的考虑及国产化设备的使用情况。
答：主要还是考虑山西丰富的电力资源，且也与国家的产业政策相符合。太原产线会进一步加大国产装备和国产材料的使用比例。

问：芬兰的的扩产节奏及后续市场需求。
答：目前还是按计划建设进度稳步推进中。在新产能开出后，行业应该已经进入回稳上升期，万一回暖速度不如预期，我们也会及时调整投资节奏。

问：12寸SOI的产能规划。
答：目前已建成产能约6 万片/年的中试线，后续将按计划建设40万片/年的产能。

问：目前公司的高附件值产品种类。
答：高附加值产品除了SOI外，还有一些比较特殊应用的产品，8寸和12寸的都有。公司会持续寻求一个更合理更好的产品结构以帮助提高整体毛利水平。

问：目前公司的产能利用率及出货情况。
答：公司的整体情况与全球趋势整体一致，12寸随市场出现复苏迹象及公司产能的持续提升，产能利用率也比较高，出货量同比也有所增加，但中小尺寸产品还未完全复苏，产能利用率和出货量都有下降。

问： IGBT应用方面的进展。
答：目前已进入小批量阶段，后面也会将一些产品生产转移到太原，我们也会与客户一同推进新产能的验证，争取尽快在那边批量生产并向客户提供服务。此外，我们目前也在向国外客户提供IGBT样品。

问：公司提高毛利率水平的策略。
答：最重要的还是要持续提高ASP，相信后续随着整个业界景气度的恢复，价格也会得到调整。同时我们也会继续加大研发力度，推出一些高附加值的新产品和特殊工艺产品。此外，公司在生产制造端也在持续不断的做很多控制成本的动作。

	附件清单（如有）
	

	日期
	2024年8月31日



